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⾮⽓密表⾯贴装器件潮湿/再流焊敏感度分级

1 ⽬的

本标准的目的是确定对湿气诱发应力敏感的非气密表面贴装器件（SMD）的潮湿敏感度分级，从而
能够对其进行正确地包装、储存和操作，以避免其在再流焊和/或维修操作时受到损伤。

本标准可用于确定SMD封装认证应该采用的分级。通过本测试方法的判定准则并不足以保证其长期
的可靠性。本文定义的MSL(潮湿敏感等级)用于确定吸潮条件，作为JESD22-A113的预处理。

注：相关文件，J-STD-075（组装工艺中非IC电子元器件的分级）确定并包括除引用本文件MSL(潮
湿敏感等级)分级要求外对非IC（非集成电路）的PSL（过程敏感等级）分级要求。有些IC可能对过
程敏感。对IC类的潜在的PSL等级要求请参考J-STD-075。

1.1 范围 该分级程序适用于所有封装类型的非气密表面贴装器件（SMD），这类器件因吸潮在再
流焊时容易受到损伤。本文件中，“SMD”一词指塑封表面贴装的封装和其它湿气易渗透材料所制
成的封装。对器件的潮湿敏感等级分级的目的是让SMD的生产厂商告知用户（印制板组装厂）其器
件的潮湿敏感等级，以确保组装厂在印制板组装作业中遵守各种潮湿/再流焊敏感器件的正确操作注

意事项。如果未对原已经认可的SMD封装做重大改变，本方法可依照4.3节用于重新分级。

本标准不可能涵盖所有的元器件、印制板组装和产品设计组合。然而，本标准对一些通用技术提供

了测试方法和准则。当必须采用一些非通用或专用元器件或专业技术时，开发过程应该包括用户/制

造商的参与，且准则中应该包括一致同意的产品验收说明。

除非分级等级有变化或需要更高的峰值分级温度，否则采用旧版本J-STD-020、JESD22-A112（已作
废)或IPC-SM-786（已作废）标准中规定的程序或判定准则已经定义了的SMD封装的潮湿敏感等级
不需要按照当前版本进行重新分级。附录B提供了由版本D更新至版本E的一些主要修订。

注：如果本文件程序用于本规范未涵盖的封装器件时，这类封装的失效准则必须由器件供应商和他

们的最终用户协商确定。

1.2 背景 当封装暴露于再流焊的高温区时，非气密封装内的湿气压力会大大增加。在特定条件下，

这种压力会导致封装材料与晶片和/或引线框架/基板的内部分层，或是发生未延伸至封装外部的内

部裂纹、键合点损伤、键合线颈缩、键合点翘起、晶片翘起、薄膜裂纹，或是键合点下方的焊盘坑

裂。在最严重的情况下，应力会导致外部的封装开裂。因为内部应力会造成封装膨胀，然后“啵”

的一声发生破裂，通常这种状况称为“爆米花”现象。因为表面贴装器件在再流焊过程中会暴露在

更高的温度下，它们比通孔器件更容易受到这种问题的影响。原因在于焊接操作与表面贴装器件必须

发生在板的同一面。对于通孔器件，焊接操作发生在板的下方，因而板将器件与热焊料隔离开了。

1.3 术语和定义 除下列所示，本标准中使用的术语的定义是根据 IPC-T-50。标识星号（*）的术语
是直接从IPC-T-50中摘录的，本文直接进行引用。

1.3.1 加速等量吸潮 在更高的温度下更短的时间内（相对于标准吸潮）的吸潮，可以提供大致等

量的湿气吸收。又见“吸潮”。

1.3.2 *超声波扫描显微镜 采用超声波生成图像的设备，可观测到样本的表面或次表面的特征，包

括缺陷和损伤。详见J-STD-035。
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